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ES 2631 809 T3

DESCRIPCION
Dispositivo de sefializacion

La invencién se refiere a un dispositivo de sefalizacion, especialmente para una columna de sefializacién, para
indicar estados de funcionamiento, con al menos un mddulo de sefializaciéon que presenta un elemento de placa de
circuito impreso para al menos un elemento de sefializacion para la emision de una sefial, especialmente para un
elemento de iluminacién para la emision de una luz de sefial, tal que el médulo de sefializacién se puede conectar
de forma desmontable a otro médulo de sefalizacion y los médulos de sefializacién estan dispuestos superpuestos
en estado conectado, tal que el médulo de sefializacidon presenta un elemento de conexién en bayoneta para la
conexion a un elemento de conexién en bayoneta del siguiente médulo de sefalizacion y esta prevista una linea de
conexion que discurre a través del modulo de sefializacién para controlar un elemento de placa de circuito impreso
del otro médulo de sefializacion.

Un dispositivo de sefializacion de este tipo con varios médulos de sefializacion se conoce del documento EP 1 460
332 A2, en el que los mddulos de sefializacion presentan respectivamente un elemento de placa de circuito impreso
dispuesto horizontalmente para al menos un elemento de sefalizacion para la emision de una sefial. Los mddulos de
sefializacidn presentan ademas alambres que discurren a través del respectivo moédulo de sefializacién como lineas
de conexién para controlar un elemento de placa de circuito impreso del siguiente médulo de sefializacion. Para
realizar la conexion eléctrica entre los alambres de moédulos de sefializacién contiguos en estado conectado y para
conectar al elemento de placa de circuito impreso, en las placas de circuito impreso estan colocados elementos de
placa.

Otra columna de iluminacién para indicar estados de funcionamiento, por ejemplo, fallos en maquinas de
funcionamiento automatico, se conoce, por ejemplo, del documento DE 195 13 983 Al. La columna de iluminacion
presenta varios elementos de sefializacion dispuestos superpuestos, esencialmente iguales en cuanto a su tipo de
construccién, que estan conectados entre si mediante una conexion de cierre. Los elementos de sefializacion estan
compuestos por una pieza cilindrica para alojar un emisor de sefial dptica o acustica y por lineas de conexién
eléctrica para el suministro de corriente individual a los elementos de sefializacion. Las lineas de conexion eléctrica
estan configuradas como alambres que presentan, respectivamente, en uno de sus extremos un puente de conexion
con una forma aproximadamente en U, dispuesto en un plano orientado aproximadamente tangencial, y en su otro
extremo una barra de conexién angulada. Al montar dos elementos de sefializacién contiguos, el puente de conexién
de un elemento de sefializacion actda en arrastre de fuerza con la barra de conexion del elemento de iluminacién
contiguo a través de una conexion de alambre elastica. De este modo, el contacto eléctrico se realiza cuando los
elementos de sefializacion individuales se conectan mecanicamente entre si a través de una conexién en bayoneta.

Del documento EP 1 650 489 A2 también se conoce un dispositivo de sefializacion con varios modulos de
sefializacion que se pueden conectar entre si de forma desmontable, que presenta alambres guiados por fuera del
soporte electrénico utilizado para realizar una conexion eléctrica entre los médulos de sefializacion al conectar los
modulos de sefializacion.

Una desventaja en este estado de la técnica es especialmente que las lineas de conexion o alimentacion interfieren
en la proyeccién emitida, dado el caso, por el elemento de sefalizacion. Ademas, el montaje requiere mucho tiempo
y es costoso. Adicionalmente, la disposicion de las lineas de conexion o alimentacion dentro de los elementos de
sefializacion requiere un espacio considerable. Por esta razén, la cantidad de elementos de sefalizacion que
pueden disponerse superpuestos esta limitada para un diametro dado de la pieza de alojamiento cilindrica.

Del documento EP 1 347 233 A2 se conoce ademas una columna de sefializacion con varios segmentos de
diferente color, en la que esta prevista una placa de circuito impreso que se extiende por todos los segmentos,
equipada con diodos emisores de luz como medios de iluminacién. Los diodos emisores de luz estan asignados
respectivamente a un segmento, tal que los diodos emisores de luz de diferentes segmentos se pueden controlar por
separado. No obstante, en esta realizacion resulta desventajosa la pérdida de la variabilidad de la columna de
iluminacion para diferentes aplicaciones.

Ademas, en el estado de la técnica ya se ha propuesto una columna de sefializacion, en la que los médulos de
sefializacion presentan respectivamente una placa de circuito impreso. En esta realizacion, los modulos de
sefializacidon se insertan uno en el otro conectando las placas de circuito impreso entre si. Sin embargo, esta
realizacién resulta desventajosa por el hecho de que el contacto entre dos placas de circuito impreso y la conexion
entre dos médulos de sefializacion que se conectan entre si se debe realizar por separado.

Por lo tanto, el objetivo de la presente invencion consiste en crear un dispositivo de sefializacion genérico del tipo
indicado al comienzo, en el que el contacto de los médulos de sefializacién individuales se realiza con medios
constructivamente sencillos y que requieren poco espacio, tal que los médulos de sefializacion se pueden desmontar
y volver a montar en cualquier lugar sin el uso de herramientas.
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Este objetivo se consigue mediante un dispositivo de sefializacion con las caracteristicas de la reivindicacién 1. Las
realizaciones preferentes se indican en las reivindicaciones dependientes.

Segun la invencion, el elemento de placa de circuito impreso del modulo de sefializacion presenta una pista
conductora asignada al elemento de sefializacion del siguiente médulo de sefializacién para configurar la linea de
conexion, que en estado conectado de los modulos de sefializacion estd conectada a través de un elemento de
contacto a una pista conductora del elemento de placa de circuito impreso del siguiente modulo de sefializacion, tal
que los elementos de placa de circuito impreso en un estado insertado y no girado de los elementos de conexién en
bayoneta estan dispuestos en una posicién sin contacto y en un estado insertado y girado de los elementos de
conexién en bayoneta estan dispuestos en una posicion de contacto entre si.

Por lo tanto, de forma ventajosa, las lineas de conexién o alimentaciéon para el suministro de los elementos de
sefializacion estan integradas a través de varios modulos de sefializacion en forma de pistas conductoras en los
elementos de placa de circuito impreso. Como elementos de sefializacion pueden estar previstos elementos de
iluminacion, por ejemplo, diodos emisores de luz, o elementos de sefial acUstica. Gracias a ello se puede prescindir
de lineas de conexion o alimentacion, por ejemplo, en forma de alambre o plaquita, que discurren por fuera de los
elementos de placa de circuito impreso. Segun el estado de la técnica, dichas lineas de conexion o alimentacion se
disponian en el lado interior de los médulos de sefializaciéon distanciadas entre si y discurriendo en direccién axial,
con lo que, para mantener los puntos de interferencia 6ptica dentro de un marco aceptable, la cantidad de médulos
de sefalizacion que se pueden superponer estaba limitada de hecho. Ademas, aumentaba la complejidad de
montaje/ensamblaje con el nimero de lineas de conexion o alimentacién a colocar. En el dispositivo de sefializacion
segun la invencién, el elemento de placa de circuito impreso no solo sirve para el control o el suministro del
elemento de sefializacion que se encuentra encima, sino también para la transmision de sefiales de control o
suministro a los elementos de sefializacion de los moédulos de sefializacion que se encuentran encima. Con esta
finalidad, el elemento de placa de circuito impreso presenta al menos una pista conductora configurada para
transmitir sefiales eléctricas de control o suministro a un modulo de sefializacién que se encuentra encima. Ademas,
cada elemento de placa de circuito impreso presenta al menos una pista conductora conectada al elemento de
sefializacion de este modulo de sefializacion, especialmente para ajustar el estado de iluminacion del elemento de
iluminacion en el médulo de sefializacién respectivo; naturalmente, el elemento de placa de circuito impreso también
puede presentar varios elementos de sefializaciéon suministrados a través de diferentes circuitos impresos. De forma
ventajosa, la complejidad de montaje/ensamblaje es esencialmente independiente de la cantidad de pistas
conductoras. En estado mecanicamente conectado de los médulos de sefializacién, los elementos de placa de
circuito impreso estan conectados entre si de forma eléctricamente conductora a través de al menos dos elementos
de contacto. Preferentemente, al menos el moédulo de sefializacién inferior presenta varias pistas conductoras para
la transmision de sefiales de control o suministro a varios médulos de sefializaciéon que se encuentran encima,
estando prevista una cantidad correspondiente de elementos de contacto entre los médulos de sefializacion. Es
decir que, durante el montaje de los moédulos de sefializacion también se realiza el contacto eléctrico de los
elementos de placa de circuito impreso. El dispositivo de sefializacion puede presentar, preferentemente en el
extremo inferior, un elemento de base, al que se le suministran las sefiales de control o suministro para los moédulos
de sefializacion individuales a través de medios de conexidén ya conocidos del estado de la técnica. La realizacion
segun la invencion conlleva especialmente la ventaja de que, para un diametro dado, permite aumentar la cantidad
de mddulos de sefializacion individualmente montables o desmontables que pueden disponerse superpuestos.
Ademas, el contacto de los elementos de placa de circuito impreso se puede realizar de forma mas fiable durante el
montaje del dispositivo de sefializacién. Adicionalmente, el disefio segun la invencién es especialmente robusto.
Otra ventaja de la invencion consiste en que el montaje del dispositivo de sefializacién se puede realizar de forma
mas sencilla y por lo tanto mas econémica. Ademas, también se pueden conseguir ventajas econémicas gracias a la
realizacién con menos piezas. Finalmente, también es ventajoso que las lineas de alimentacién no interfieren en la
emision de luz de los médulos de sefializacion al entorno.

Ademas, el médulo de sefializacion presenta un elemento de conexiéon en bayoneta para la conexién con un
elemento de conexion en bayoneta del siguiente médulo de sefializacién, tal que los elementos de placa de circuito
impreso en un estado insertado y no girado de los elementos de conexion en bayoneta estan dispuestos en una
posicion sin contacto y en un estado insertado y girado de los elementos de conexién en bayoneta estan dispuestos
en una posicion de contacto entre si. Del estado de la técnica se conoce conectar los médulos de sefializacion entre
si de forma desconectable a través de conexiones en bayoneta. Para este fin, los mddulos de sefializacién
presentan elementos de conexidn en bayoneta que interactdan entre si, que estan formados mediante un saliente de
bayoneta en uno de los moédulos de sefializacion y una abertura de bayoneta en el otro médulo de sefializacién. Los
elementos de conexién en bayoneta se pueden conectar entre si a través de un movimiento de insercién-giro, tal
que el saliente de bayoneta se inserta en primer lugar a través de una zona de entrada de la abertura de bayoneta,
que discurre en direccion axial, y luego se gira a lo largo de un segmento de aseguramiento de la abertura de
bayoneta, que discurre esencialmente en angulo recto. En la presente realizacion, la conexion mecanica a través de
los elementos de conexién en bayoneta esta acoplada a la conexion eléctrica entre los elementos de placa de
circuito impreso. Con esta finalidad, los elementos de contacto de un médulo de sefializacién en el estado insertado
y no girados de los elementos de conexién en bayoneta estan dispuestos en una posicion sin contacto respecto a los
puntos de contacto correspondientes del otro médulo de sefalizacion. Mediante la disposicion de los elementos de
conexién en bayoneta en la posicién colocada y girada, los elementos de contacto de un médulo de sefalizacion son
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puestos en contacto con los puntos de contacto del otro moédulo de sefializacién. De este modo, a través de la
conexién en bayoneta es posible habilitar o interrumpir la linea de sefial entre los médulos de sefializacién
consecutivos.

Para poder aplicar una tension de control o suministro a un determinado médulo de sefializacion de la columna de
sefializacion es favorable que el elemento de placa de circuito impreso se extienda esencialmente por la altura
completa del médulo de sefializacion, tal que el elemento de contacto esté dispuesto en estado conectado de los
moédulos de sefializacion entre un punto de contacto superior de un elemento de placa de circuito impreso y un punto
de contacto inferior del otro elemento de placa de circuito impreso. Esta realizacion esta prevista preferentemente en
un médulo de sefalizacion con un elemento de iluminacién. Para la finalidad de esta divulgacion, los términos
“superior” e “inferior” se refieren a una posicién de funcionamiento esencialmente vertical del dispositivo de
sefializacion, en la que los mddulos de sefializacion estan dispuestos superpuestos. En esta posicion de
funcionamiento vertical o de pie del dispositivo de sefializacion, el elemento de placa de circuito impreso se
encuentra dispuesto preferentemente en una posicion esencialmente vertical dentro del médulo de sefializacion, tal
que el elemento de placa de circuito impreso se extiende respectivamente a lo largo de esencialmente toda la altura
del modulo de sefializacion correspondiente. Para transmitir las sefiales eléctricas de control o suministro a través de
un modulo de sefializacion hasta un modulo de sefalizaciébn que se encuentra encima, al menos dos pistas
conductoras de este modulo de sefializacion estan conectadas a través de al menos dos elementos de contacto a
las pistas conductoras correspondientes del médulo de sefializacién que se encuentra encima. Por lo tanto, la
transmision de sefiales tiene lugar esencialmente a lo largo de toda la altura del dispositivo de sefializacion a lo largo
de las pistas conductoras de los elementos de placa de circuito impreso, tal que los médulos de sefializacion
consecutivos estan en contacto a través de los elementos de contacto.

Para poder crear o interrumpir de forma fiable el contacto eléctrico entre los médulos de sefializacion es favorable
utilizar como elemento de contacto un muelle de contacto con flexion elastica que, en estado conectado de los
moédulos de sefializacion, conecte sus elementos de placa de circuito impreso entre si. Por lo tanto, para el contacto
entre los elementos de placa de circuito impreso de mdédulos de sefalizacion dispuestos superpuestos estan
previstos muelles de contacto que, al realizar la conexién mecanica entre los mddulos de sefializacion, se conectan
por los puntos de contacto correspondientes del elemento de placa de circuito impreso respectivo. Al retirar un
médulo de sefializacion del dispositivo de sefializacion se interrumpe simultdneamente la conexion eléctrica a través
de los muelles de contacto. Para lograr un contacto continuo y fiable de los modulos de sefializacion, en estado
conectado de los médulos de sefializacion a los muelles de contacto se les aplica una presion de contacto contra los
puntos de contacto correspondientes.

Para realizar el contacto entre los médulos de sefializacion de forma constructivamente sencilla y fiable, es
ventajoso que el elemento de placa de circuito impreso presente elementos sobresalientes que presenten puntos de
contacto y sobresalgan del lado frontal superior e inferior de los elementos de placa de circuito impreso, tal que los
elementos sobresalientes del lado inferior o el lado superior estén conectados a los elementos de contacto y los
elementos sobresalientes del lado superior o el lado inferior no presenten elementos de contacto. Por lo tanto, los
puntos de contacto del elemento de placa de circuito impreso estan conectados por un lado, preferentemente por el
lado inferior, a elementos de contacto y por el otro lado, preferentemente por el lado superior, no presentan
elementos de contacto. De este modo, al conectar los médulos de sefializacion, los elementos de contacto de un
moddulo de sefializacion siempre se ponen en contacto con los puntos de contacto sin elementos de contacto del otro
médulo de sefializacion.

Para soportar de forma estable los elementos de placa de circuito impreso dentro de los médulos de sefializacion es
ventajoso que el modulo de sefializacion presente un elemento superpuesto, con un elemento de conexion,
conectado al elemento de placa de circuito impreso. El montaje del dispositivo de sefializacion se puede realizar con
poco esfuerzo si el elemento de conexién esta alojado a través de una conexion desconectable, preferentemente
una conexién de encastre, en una carcasa exterior, preferentemente con una superficie lateral cilindrica. Por lo tanto,
en esta realizacion, el elemento de conexidn junto con el elemento de placa de circuito impreso se encastra o se
traba en la carcasa exterior. La carcasa exterior presenta preferentemente una superficie lateral cilindrica que esta
configurada por un lado con una pieza de tapa o base y por el otro lado con una abertura de soporte para la
conexion al siguiente moédulo de sefializacion. Preferentemente, en los extremos opuestos de la superficie lateral,
respectivamente contiguos a la pieza de tapa/base o a la abertura de soporte, estan previstos los elementos de
conexion en bayoneta en forma de salientes de bayoneta o aberturas de bayoneta.

En una realizacién, el elemento de placa de circuito impreso puede estar dispuesto esencialmente en su totalidad
dentro de un elemento superpuesto que abarca el elemento de conexién. Con un elemento superpuesto de este tipo
en forma de una carcasa, el elemento de placa de circuito impreso y especialmente también los elementos de
contacto estan protegidos esencialmente en su totalidad contra influencias mecanicas, especialmente durante la
conexion de los médulos de sefializacion.

Para realizar e interrumpir la conexion eléctrica y mecanica de los médulos de sefializacién dispuestos superpuestos

sin el riesgo de dafios es favorable que para la proteccion de los elementos de contacto esté previsto al menos un
elemento de proteccién que encierre al menos parcialmente los elementos de contacto. El elemento de proteccién
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presenta preferentemente varios salientes, preferentemente en forma de clavijas o0 mufiones, dispuestos contiguos a
los elementos de contacto.

Para ello se prevén especialmente dos filas de este tipo de salientes, entre los cuales estan dispuestos los
elementos de contacto, tal que en una primera fila estan previstos salientes relativamente cortos y en una segunda
fila, salientes relativamente largos. Los puntos de contacto, especialmente los elementos sobresalientes, de otro
elemento de placa de circuito impreso con los que se va a realizar el contacto, estan dispuestos preferentemente de
forma que, al cerrar el cierre en bayoneta para conectar los médulos de sefializacion, se pueden girar pasando por
los salientes cortos sin tocarlos.

Por el contrario, los salientes largos pueden estar configurados preferentemente de forma que, por el lado en el que
los elementos de contacto no estan previstos para el contacto con un punto de contacto, cubren los elementos de
contacto esencialmente a lo largo de toda la longitud, evitando en lo posible un acceso o un dafio de los elementos
de contacto.

Para poder realizar el contacto a través del movimiento de giro durante el cierre de la conexién en bayoneta sin
puntos de contacto desprotegidos, expuestos a un acceso, es favorable que un elemento de tapa/base del siguiente
moédulo de sefializacion o un elemento superpuesto de un siguiente elemento de placa de circuito impreso presente
al menos una abertura de paso curvada en forma de arco. Los elementos de contacto, asi como, dado el caso, los
salientes de proteccién de contacto de un modulo de sefializacion se pueden introducir por tanto, en el estado
insertado y no girado, en aberturas de paso del otro médulo de sefializacion. Al girar los modulos de sefializacion
entre si, los elementos de contacto, asi como los salientes (de proteccion de contacto) se introducen en las
aberturas de paso en forma de arco. Al alcanzar la posiciéon de tope, que preferentemente estd definida por la
conexién en bayoneta, se realiza el contacto eléctrico entre los elementos de placa de circuito impreso a través de
los elementos de contacto.

Para mejorar el efecto éptico de la sefial luminosa emitida por el elemento de sefializacion, es decir, para lograr
especialmente una radiacion orientada de los rayos de luz generados, es favorable que al elemento de placa de
circuito impreso esté conectado al menos un elemento 6ptico que presente al menos una lente optica, tal que
preferentemente la cantidad de lentes se corresponda esencialmente con la cantidad de diodos emisores de luz
previstos como elemento de sefializacion.

Para lograr una proteccion de los elementos de contacto, un elemento de conexion para una carcasa exterior y una
emision orientada de los rayos de luz generados de forma constructivamente sencilla y econémica, es ventajoso que
esté previsto al menos un elemento superpuesto que comprenda el elemento de conexidn, el elemento de proteccion
y el elemento 6ptico. Mediante la combinacion de las tres diferentes funciones mencionadas anteriormente en un
Unico elemento superpuesto se pueden mantener bajos, tanto la cantidad de piezas, como también el esfuerzo de
montaje.

El montaje del dispositivo de sefializacion se puede realizar de forma especialmente sencilla si el elemento
superpuesto presenta dos medias carcasas que estan unidas entre si a través de una conexidon desconectable,
preferentemente una conexion de encastre. Por lo tanto, en estado montado, el elemento de placa de circuito
impreso esta dispuesto entre las medias carcasas del elemento superpuesto, tal que, no obstante, el elemento de
placa de circuito impreso puede sobresalir, en especial lateralmente, de las medias carcasas montadas.

Para lograr una columna de sefializacion de uso versétil es favorable que al menos un elemento de placa de circuito
impreso presente mas de tres, preferentemente al menos cinco, especialmente ocho pistas conductoras para
controlar una cantidad correspondiente de mddulos de sefializacion.

Para lograr una columna de sefializacién es favorable que estén previstos al menos dos médulos de sefializacion
conectados entre si, en estado conectado dispuestos superpuestos. Preferentemente estan previstos al menos dos
moédulos de sefializacion del mismo tipo como médulos de sefal luminosa con elementos de iluminacion. Ademas
puede estar previsto un médulo de sefializaciéon con un elemento de sefial acustica.

La invencion se explica a continuacion con mayor detalle sobre la base de ejemplos de realizacion preferidos, no
obstante, sin limitarse a ellos. En el dibujo muestran:

La figura 1, una vista de una columna de sefializacion segun la invencién, que presenta varios mddulos de
sefializacidon conectados entre si de forma desconectable para la indicacion éptica y acustica de estados de
funcionamiento de una maquina;

La figura 2, una vista esquematica parcialmente en seccion de un moédulo de sefalizacion de la columna de
sefializacion segun la figura 1, tal que el médulo de sefalizacion presenta un elemento de placa de circuito impreso
con un elemento de iluminacién LED;

La figura 3, otra vista esquematica parcialmente en seccion del médulo de sefializacion segun las figuras 1, 2;
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Las figuras 4, 5, vistas esquematicas adicionales del mddulo de sefializacion segun las figuras 1 a 3;

La figura 6 y la figura 7, vistas esquematicas de los elementos de placa de circuito impreso de mddulos de
sefializacion dispuestos superpuestos, cuyas pistas conductoras se pueden conectar entre si a través de muelles de
contacto mediante giro entre la posicion de reposo representada en la figura 6 y la posiciébn de contacto
representada en la figura 7;

La figura 8, una vista esquematica de una media carcasa de un elemento superpuesto con elemento de placa de
circuito impreso insertado; y

La figura 9, otra vista esquematica de la media carcasa del elemento superpuesto para el elemento de placa de
circuito impreso;

La figura 10, una vista esquematica de cuatro elementos de placa de circuito impreso dispuestos superpuestos;

La figura 11, una vista esquematica de un segundo ejemplo de realizaciéon de un elemento de placa de circuito
impreso segun la invencién con un elemento superpuesto;

La figura 12, una vista esquematica del ejemplo de realizacién segun la figura 11 con una media carcasa del
elemento superpuesto retirada; y

La figura 13, una vista esquematica en seccién de un segundo ejemplo de realizacion de un médulo de sefializacion
segun la invencién.

En la figura 1 se muestra un dispositivo de sefializacién -1- para indicar estados de funcionamiento de una maquina
0 un componente de una instalacién. El dispositivo de sefializacion esta configurado como columna de sefializacién
con varios madulos de sefializacion -2- que se pueden conectar entre si de forma desconectable, tal como se explica
con mayor detalle a continuacion. En estado conectado, los médulos de sefalizacion -2- individuales estan
dispuestos superpuestos. En la realizacién mostrada estan previstos tres moédulos de sefializacion 6pticos -2'- para
la emision de sefiales luminosas de diferentes colores y un mdédulo de sefializacion acustico -2"- (suficientemente
conocido del estado de la técnica) para la emision de una sefial acustica. Los mddulos se sefializacion -2'- presentan
respectivamente una carcasa exterior -3- configurada mediante una superficie lateral -4- cilindrica, parcialmente
transparente y realizada en cada caso en otro color y una tapa -5- (véanse las figuras 4, 5). Los modulos de
sefializacidn -2- estan dispuestos de la forma conocida sobre un elemento de base -6- que esta conectado a la
maguina (no mostrada) a través de medios de conexidn eléctrica (representados esquematicamente). Por lo tanto, el
control de todos los médulos de sefializacion -2- tiene lugar a través de los medios de conexion comunes del
elemento de base -6-.

Tal como se observa en las figuras 2, 3, el médulo de sefializacién -2- presenta dentro de la carcasa exterior -3- un
elemento de placa de circuito impreso -7-, en el que esta dispuesto de la forma conocida al menos un elemento de
sefializacion -8- (representado esquematicamente en la figura 8) para la emisién de una sefial. Los mddulos de
sefializacidn opticos -2'- presentan sobre las placas de circuito impreso -7- respectivamente al menos un elemento
de iluminacion. Como elemento de iluminacion esta previsto especialmente al menos un diodo emisor de luz (LED),
abarcando el elemento de sefializacion -8- mostrado en la figura 8 un total de seis LED (tres en cada lado del
elemento de placa de circuito impreso). Para controlar los elementos de placa de circuito impreso -7- estan previstas
lineas de conexion que discurren a través de los mddulos de sefializacién -2-, que en la realizacion mostrada estan
integradas como pistas conductoras -10-, mostradas esquematicamente en la figura 8, en los elementos de placa de
circuito impreso -7-.

En la figura 10 se muestran cuatro elementos de placa de circuito impreso -7- dispuestos superpuestos, asi como
una base -9- con terminales de conexion -9'- (“0” a “7”) integrada esquematicamente en el elemento de base -6-. Por
lo tanto, cada elemento de placa de circuito impreso -7- presenta una pista conductora “0” -10’- que conduce al
siguiente modulo de sefalizacion -2-. Ademas, en cada caso esta prevista al menos una pista conductora -10"- que
conecta el elemento de contacto “1”, que se encuentra a la derecha de la pista conductora “0”, a la pista conductora
“0” a través del elemento de sefializacion -8- respectivo, asi como otras pistas conductoras -10"- pasantes.
Mediante aplicacion de tension a la pista conductora “0” y a uno de los terminales de conexién -9'- “1” a “7” se puede
activar un médulo de sefializacion -2- correspondiente. En estado mecanicamente conectado de los modulos de
sefializacién -2-, las pistas conductoras -10’-, -10""- estan conectadas eléctricamente, a través de elementos de
contacto -11-, a las pistas conductoras -10"- correspondientes del elemento de placa de circuito impreso -7- del
médulo de sefializacion -2- dispuesto encima. Por lo tanto, si se aplica tension al terminal de conexién -9'- “0" y “1”
se ilumina el elemento de sefializacién -8- del médulo de sefializacién inferior -2-; si se aplica tension al terminal de
conexion -9'- “0” y “2” se ilumina el elemento de sefializacion -8- del segundo mdédulo de sefializacion -2- (visto
desde abajo), etc. Tal como se muestra en las figuras 2, 3, los elementos de placa de circuito impreso -7- se
extienden esencialmente a lo largo de toda la altura o extensién axial de los médulos de sefializacion -2-. En estado
conectado de los modulos de sefializacion -2-, los elementos de contacto -11- estan dispuestos entre un punto de
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contacto -12- superior de un elemento de placa de circuito impreso -7’- (inferior) y un punto de contacto -13- inferior
del otro elemento de placa de circuito impreso -7”- (superior) (véase la figura 7). En la realizacion mostrada, como
elementos de contacto -11- estan previstos muelles de contacto -11'- elasticamente deformables que en estado
conectado de los modulos de sefializacion -2- conectan sus elementos de placa de circuito impreso -7-, -7'-, -7"-
entre si (véase la figura 7).

Como se puede observar en las figuras 2 a 5, los médulos de sefalizacion -2- presentan elementos de conexién en
bayoneta -14- para su conexion desmontable, configurados mediante salientes de bayoneta -15- en una zona de
borde superior desplazada hacia dentro de la superficie lateral -4- de la carcasa exterior -3- y las correspondientes
aberturas de bayoneta -16- en la zona de borde inferior opuesta de la superficie lateral -4- de la carcasa exterior -3-.
Los elementos de conexion en bayoneta -14- de médulos de sefializacion -2- dispuestos superpuestos se pueden
conectar entre si de la forma conocida a través de una conexidn de insercion-giro. Para ello, los salientes de
bayoneta -15- del médulo de sefializacion -2- inferior se insertan en primer lugar en la zona de entrada -16a- de la
abertura de bayoneta -16- que discurre en direccidon axial. Luego, los modulos de sefializacion -2- se giran en
direcciones opuestas, desplazandose los salientes de bayoneta -15- a lo largo de los segmentos de aseguramiento
horizontales -16b- de las aberturas de bayoneta -16-. En el estado insertado y no girado de los elementos de
conexién en bayoneta -14-, los elementos de contacto -11- de un moédulo de sefializacién -2- (superior) estan
dispuestos distanciados de los puntos de contacto correspondientes del otro médulo de sefializacion -2-. Mediante la
disposicién de los elementos de conexidn en bayoneta -14- en la posicién insertada y girada segun la figura 1, se
realiza la conexién conductora de los puntos de contacto -12-, -13- de modulos de sefializaciéon -2- dispuestos
superpuestos. De este modo, mediante la conexion en bayoneta es posible habilitar o interrumpir la linea de sefial a
través de los modulos de sefializacion -2- consecutivos.

Como se muestra especialmente en las figuras 6, 7, los elementos de placa de circuito impreso -7- presentan
elementos sobresalientes -17- que forman los puntos de contacto -12-, -13- y sobresalen del lado frontal superior de
los elementos de placa de circuito impreso -7- hacia arriba o del lado frontal inferior de los elementos de placa de
circuito impreso -7- hacia abajo. En la realizacion mostrada, los elementos sobresalientes -17"- del lado inferior
estan respectivamente conectados a los elementos de contacto -11-, mientras los elementos sobresalientes -17'- del
lado superior no presentan dichos elementos de contacto -11-.

Como se muestra en las figuras 8, 9, véanse también las figuras 2, 3, los médulos de sefializacion -2- presentan
respectivamente un elemento superpuesto -18- para el elemento de placa de circuito impreso -7- correspondiente,
estando alojado el elemento de placa de circuito impreso -7- correspondiente en un primer ejemplo de realizacién
esencialmente en su totalidad dentro del elemento superpuesto -18-. El elemento superpuesto -18- presenta en un
segmento inferior un elemento de proteccion -25- con dos filas de salientes -19-, estando prevista una fila con
salientes mas largos -19’- y una fila con salientes mas cortos -19”-. Los elementos de contacto -11- estan dispuestos
respectivamente entre los salientes -19'-, -19”- que actlan como proteccién de contacto. Los salientes mas largos
-19’- cubren esencialmente en su totalidad los elementos de contacto -11- por el lado por el que no se realiza el
contacto. Por el contrario, los salientes mas cortos -19”- dejan un segmento final de los elementos de contacto -11-
libre para realizar el contacto. Al conectar dos médulos de sefializacion -2-, los elementos de contacto -11-, asi como
los salientes -19'-, -19”- se alojan en las correspondientes aberturas de paso -20- en la parte superior del elemento
superpuesto -18- del médulo de sefializacidn -2- contiguo. Para adaptarse al movimiento de giro durante el cierre de
la conexion en bayoneta, las aberturas de paso -20- del elemento superpuesto -18- estan curvadas en forma de
arco. Al girar los médulos de sefializacion -2- para realizar la conexién en bayoneta, los salientes -19- en forma de
clavija de un médulo de sefializacion -2- (superior) se mueven por tanto en las aberturas de paso -20- curvadas en
forma de arco del otro médulo de sefializacion -2- (inferior). De forma correspondiente se procede para la cantidad
de modulos de sefializacion -2- respectiva.

La disposicion de los salientes mas largos -19’- 0 mas cortos -19”- esta intercambiada en los segmentos radiales
opuestos del elemento superpuesto -18-. De este modo, al alcanzar una posicion de tope definida por la conexion en
bayoneta, se realiza un contacto fiable de los elementos de placa de circuito impreso -7- contiguos. El disefio de los
salientes mas cortos -19”- asegura simultdneamente que no se obstaculiza el contacto entre los elementos de placa
de circuito impreso -7- al conectar los médulos de sefializacion -2-.

Como se muestra también en las figuras 8, 9, véanse también las figuras 2, 3, el elemento superpuesto -18-
presenta dos medias carcasas -22- que estan conectadas entre si a través de una conexion de encastre -23-. En
estado conectado de las medias carcasas -22-, el elemento superpuesto -18- presenta un elemento de conexion -24-
en el que estan previstas las aberturas de paso -20-, un elemento de proteccién -25- con salientes -19'-, -19”- y un
elemento oOptico -26-. El elemento éptico -26- presenta una cantidad de lentes -27-, con las cuales los rayos de luz
emitidos por los LED respectivos del elemento de sefializacion -8- se distribuyen u orientan de forma conveniente. El
propio elemento superpuesto -18- esta montado mediante una conexién de encastre -29- en la carcasa exterior -3-.

En las figuras 11 a 13 se muestra otro ejemplo de realizacion, en el que el elemento superpuesto -18- esta
considerablemente reducido en comparacion con el primer ejemplo de realizacion. Es decir que este elemento
superpuesto -18- no encierra el elemento de placa de circuito impreso -7- en forma de una carcasa de proteccion,
sino que mas bien esta previsto un elemento de placa de circuito impreso -7- con una anchura esencialmente
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constante que, especialmente en la zona del elemento Optico -26- y del elemento de conexion -24-, se extiende
considerablemente mas alla del elemento superpuesto -18-. No obstante, el elemento superpuesto -18- presenta, al
igual que se ha descrito en relacion con el primer ejemplo de realizacién, un elemento de conexién -24- con salientes
de encastre -24'- para la fijacion a la carcasa -3- o una tapa -5- independiente o configurada en una pieza con la
carcasa -3-.

Ademas, en el segundo ejemplo de realizacién segun las figuras 11 a 13, las aberturas de paso -20- también estan
configuradas en la tapa -5- y no en el elemento superpuesto -18-.

De este modo, el elemento de placa de circuito impreso -7-, que esta conectado fijamente al elemento superpuesto
-18-, se puede conectar de forma sencilla en la carcasa -3- mediante una conexion de encastre, especialmente a un
alma central -30- de la tapa -5-, a través de los salientes de encastre -24'-.

No obstante, en el caso del elemento superpuesto -18- del segundo ejemplo de realizacién, el elemento de
proteccion -25- encierra al igual que antes, especialmente para la proteccion de los elementos de contacto -11-, un
segmento final inferior del elemento de placa de circuito impreso -7-, tal que, como ya se ha descrito en detalle en
relacion con el primer ejemplo de realizacién, los elementos de contacto -11- estan alojados entre una fila de
salientes cortos -19”- y salientes largos -19'- del elemento de proteccion -25-.

En las figuras 12 y 13 se muestra especialmente que también el elemento superpuesto -18-, segun el segundo
ejemplo de realizacion, estd compuesto esencialmente por dos medias carcasas -22-, tal que para la conexién
constructivamente sencilla entre ambas medias carcasas -22- del elemento superpuesto -18- y el elemento de placa
de circuito impreso -7-, el elemento de placa de circuito impreso -7- presenta aberturas pasantes -31-, -32-, a través
de las cuales se insertan elementos de conexién de la media carcasa correspondiente, especialmente ganchos de
encastre -34- o clavijas de conexion -35-, para realizar una conexién de enchufe con la media carcasa opuesta del
elemento superpuesto -18-. No obstante, en ambos ejemplos de realizacidon es esencial que al realizar la conexién
de dos mdédulos de sefializacion -2- a través de una conexién en bayoneta, en el estado girado se establezca
simultaneamente una conexién eléctrica entre los elementos de placa de circuito impreso dispuestos superpuestos.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de sefializacién (1), especialmente para una columna de sefializacion, para indicar estados de
funcionamiento, con al menos un médulo de sefializacion (2) que presenta un elemento de placa de circuito impreso
(7; 7") para al menos un elemento de sefializacion (8) para la emision de una sefial, especialmente para un elemento
de iluminacion para la emisién de una luz de sefial, tal que el médulo de sefializacion (2) se puede conectar de
forma desmontable a otro médulo de sefializacién (2) y los mddulos de sefializacion (2) estan dispuestos
superpuestos en estado conectado y tal que el médulo de sefializacion (2) presenta un elemento de conexién en
bayoneta (14) para la conexién a un elemento de conexién en bayoneta (14) del otro médulo de sefalizacion (2) y
esta prevista una linea de conexién (9) que discurre a través del modulo de sefializacion (2) para controlar un
elemento de placa de circuito impreso (7”) del otro médulo de sefializacion (2), caracterizado por que el elemento
de placa de circuito impreso (7’) del moédulo de sefializacion (2) presenta una pista conductora (10’) asignada al
elemento de sefalizacion (8) del otro mddulo de sefializacion (2) para realizar la linea de conexiéon (9), que en
estado conectado de los médulos de sefializacion (2) esta conectada a través de un elemento de contacto (11) a una
pista conductora (10; 10’, 10”) del elemento de placa de circuito impreso (7”) del siguiente médulo de sefializacion
(2), tal que los elementos de placa de circuito impreso (7; 7, 7”) en un estado insertado y no girado de los elementos
de conexion en bayoneta (14) estan dispuestos en una posicion sin contacto y en un estado insertado y girado de los
elementos de conexidn en bayoneta (14) estan dispuestos en una posicion de contacto entre si.

2. Dispositivo de sefializacion (1), segun la reivindicacion 1, caracterizado por que el elemento de placa de circuito
impreso (7; 7', 7") se extiende esencialmente a lo largo de toda la altura del médulo de sefializacién (2), tal que, en
estado conectado de los mddulos sefializacion (2), los elementos de contacto (11) estan dispuestos entre un punto
de contacto (12) superior de un elemento de placa de circuito impreso (7°) y un punto de contacto (13) inferior del
otro elemento de placa de circuito impreso (7”).

3. Dispositivo de sefializacion (1), segun la reivindicaciéon 1 o 2, caracterizado por que como elemento de contacto
(11) esta previsto un muelle de contacto (11') elasticamente deformable que en estado conectado de los mddulos de
sefializacion (2) conecta sus elementos de placa de circuito impreso (7; 7', 7”) entre si.

4. Dispositivo de sefializacion (1), segin cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que el
elemento de placa de circuito impreso (7; 7', 7”) presenta elementos sobresalientes (17; 17’, 17"") que presentan
puntos de contacto (12, 13) y sobresalen del lado frontal superior e inferior de los elementos de placa de circuito
impreso (7; 7', 7"), tal que los elementos sobresalientes (17; 17’, 17") del lado inferior o el lado superior estan
conectados a los elementos de contacto (11) y los elementos sobresalientes (17; 17’, 17”") del lado superior o el lado
inferior no presentan elementos de contacto (11).

5. Dispositivo de sefializacién (1), segin cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que el moédulo
de sefializacion (2) presenta un elemento superpuesto (18), con un elemento de conexion (24), conectado al
elemento de placa de circuito impreso (7; 7°, 7”), tal que el elemento de conexién estd alojado a través de una
conexién desconectable, preferentemente una conexion de encastre (29), en una carcasa exterior (3),
preferentemente con una superficie lateral cilindrica.

6. Dispositivo de sefializacion (1), segun las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que para la proteccion de los
elementos de contacto (11) esta previsto al menos un elemento de proteccién (25) que encierra al menos
parcialmente los elementos de contacto (11).

7. Dispositivo de sefializacion (1), segun la reivindicacion 6, caracterizado por que el elemento de proteccion (25)
presenta dos filas de salientes (19), entre los cuales estan dispuestos los elementos de contacto (11), tal que en una
primera fila estan previstos salientes relativamente cortos (19”) y en una segunda fila, salientes relativamente largos
(19).

8. Dispositivo de sefializacion, segun cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizado por que un elemento
de tapa/base (5) del siguiente médulo de sefializacion (2) o el elemento superpuesto (18) de un siguiente elemento
de placa de circuito impreso (7; 7, 7”) presenta al menos una abertura de paso (20) curvada en forma de arco.

9. Dispositivo de sefializacion (1), segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por que al
elemento de placa de circuito impreso (7; 7’, 7") esta conectado al menos un elemento éptico (26) que presenta al
menos una lente éptica (27), tal que preferentemente la cantidad de lentes (27) se corresponde esencialmente con la
cantidad de diodos emisores de luz previstos como elemento de sefializacion (8).

10. Dispositivo de sefializacion (1), segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado por que esta
previsto al menos un elemento superpuesto (18) que comprende el elemento de conexién (24), el elemento de
proteccion (25) y el elemento 6ptico (26).
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11. Dispositivo de sefializacion (1), segun cualquiera de las reivindicaciones 5 a 10, caracterizado por que el
elemento superpuesto (18) presenta dos medias carcasas (22) que estan unidas entre si a través de una conexién
desconectable, preferentemente una conexion de encastre (23).

12. Dispositivo de sefializacién (1), segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado por que al
menos un elemento de placa de circuito impreso (7; 7', 7”) presenta mas de tres, preferentemente al menos cinco,
especialmente ocho pistas conductoras (10; 10’, 10", 10") para controlar una cantidad correspondiente de médulos
de sefalizacion (2).

13. Dispositivo de sefializacion (1), segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado por que estan

previstos al menos dos médulos de sefializacion (2) conectados entre si, que en estado conectado estan dispuestos
superpuestos.
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